典型微纳传感器批量封装键合设备

本键合设备针对压力传感器阳极键合组装工艺过程，建立阳极键合最佳工艺参数数据库。优化阳极键合系统的结构，开发出多自由度快速精密定位机构和具有力感知功能的模块化、集成化、系列化微作业工具和多工位键合炉，实现了不同器件的柔性操作；采用快速显微视觉定位技术，实现3-D显微对象跟踪和自动识别；通过显微视觉/微力觉混合控制技术，实现稳定操作；针对不同特征参数的典型MEMS器件，建立了MEMS单芯片高效率、高质量的微组装单元模块。本设备在每个键合周期内可同时实现3组器件的键合封装，对准精度小于3微米。
